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Beschreibung • 

Halbleiterrelais 

5 Die Erfindung betrifft ein Halbleiterrelais miteinem.imWe- 
sentlichen quaderf Srmigen Gehause. Ein* Halbleiterrelais ist ; 
beispielsweise aus der DE 199 56 445 C2 bekannt, 

Ein Halbleiterrelais oder Halbleiterschtitz weist Anschlusse 

10 far einen Haupt- oder Laststromkreis und fur einen Steuer- 

stromkreis auf . Sollen zusatzliche Funktionen, beispielsweise 
eine Oberwachungs- oder Messfunktion bereitgestellt werden, . 
so wird dies iiblicherweise mit Hilfe eines zusatzlichen Gera- 
tes realisiert, welches mit derti entsprechenden Stromkreis 

15 bzw. den entsprechenden Stromkreisen verbunden wird. Hierbei 
konnen insbesondere fur verschiedene Oberwachungs funktionen - 
unterschiedliche Gerate vorgesehen sein, wobei die . Lasts trom- 
kreisanforderungen vom Einsatz dieser Gerate unabhfingig sind. 
Die Mehrzahl der optional zu verwendenden Gerate bedeutet ei- 

20 nen erheblichen Mehraufwand bei Projektierung, Lagerhaltung,, 
Montage und Inbetriebnahme im Vergleich zur ..Verwendung aus- 
schlieSlich eines Halbleiterrelais oder Halbleiterschtitzes . 
Weiterhin ist der Platzbedarf der zusatzlich zum Relais oder 
Schvitz in einem Schaltschrank zu installierenden Gerate von 

25 Bedeutung. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mit besonders ge- 
ringem Installationsaufwand und Platzbedarf Zusatzfunktionen 
in ein Halbleiterrelais oder ein Halbleiterschtitz aufweisen- 
30 den Stromkreisen zu realisieren. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS gelQst durch ein Halblei- 
terrelais mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Der Begriff 
Halbleiterrelais umfasst hierbei auch Oblicherweise als Halb- 
35 leiterschutze bezeichnete Gerate. Das Halbleiterrelais weist 
ein im Wesentlichen quaderformiges Gehause auf , welches mit 
einer als Befestigungsseite bezeichneten Seite beispielsweise 
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an einer Haltevorrichtung, insbesondere einer Tragschxene 
Oder an einem Kuhlkorper befestigbar ist. Die ubrigen funf 
Seiten des Gehauses werden zusammenf assend als Anschluss- 
seiten bezeichnet. An einer oder mehrerer dieser Seiten sxnd 
elektrische Anschlusse vorgesehen. Mit mindestens exner der 
Anschlussseiten ist ein auf das Gehause auf setzbares. Funk- 
tionsmodul verbindbar. Vorzugsweise kontaktiert ein einzxges 
Funktionsmodul das Gehause an mehreren Seiten, insbesondere 
an einer senkrecht zur Bef estigungsseite angeordneten Sexten- 
flache sowie an einer der Bef estigungsseite gegenuberliegen- 
den Frontseite. Hierbei kann beispielsweise vorgesehen sexn, 
dass eine Seite des Gehauses mit einer Seite des Funktions- 
moduls lediglicb mechanisch verbunden ist, wahrend eine wex- 
tere Seite -des Gehauses mit einer weiteren Seite des. Punktx- 
onsmoduls sowobl mechanisch als auch elektrisch verbunden 
ist. Das Funktionsmodul ist mit dem Steuerstromkreis und/oder 
Laststromkreis des Halbleiterrelais verbunden. 

Die Verbindung des Funktionsmodul s mit dem Gehause des Halb- 
leiterrelais ist vorzugsweise werkzeuglos herstellbar sowxe 
IQsbar, insbesondere mittels einer Schnappverbindung , Alter- 
nate oder zusatzlich kann jedoch beispielsweise auch eine 
Schraubverbindung vorgesehen sein. Vorzugsweise sind an exn 
einziges Gehause eines Halbleiterrelais mehrere Funk- 
tionsmodule ankoppelbar. Ebenso kann die Verbindung zwischen 
mehreren Funktionsmodulen vorgesehen sein. 

Das auf das Relaisgehause auf setzbare Funktionsmodul. ist vor- 
zugsweise nicht breiter - bezogen auf die Erstreckung einer 
. Tragschiene - als das Gehause selbst, so dass die Anordnung 
aus Halbleiterrelais und Funktionsmodul praktisch kexnen zu- 
satzlichen Raum in einem Schaltschrank benStigt. Das Funk- 
tionsmodul zeichnet sich auch dadurch aus, dass es auf sehr 
einfache Weise in bestehenden Schaltanlagen nachrastbar xst. 

Die mechanische und die elektrische Verbindung des Funktions- 
moduls mit dem Halbleiterrelais kann nacheinander oder 
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gleichzeitig erfolgen. Das Herstellen der elektrischen Ver- 
bindung zwisch'en dem Funktionsmodul und dem. ; Halbleiterrelais 
mit der Verbindung der jewei^igen Gehause minimiert denVer- 
drahtungsaufwand und stellt gleichzeitig eine Sicherung gegen 
Verdrahtungsfehler dar. Hierbei sind im Gehause des Halblei- 
terrelais sowie im Funktionsmodul korrespondierende Kontak- 
tierungselemente, beispielsweise Federkontakte . vorgesehen, 
die eine Kontaktierung der Ansteuerelektronik des Halbleiter- 
relais ermfiglichen, wodurch das Funktionsmodul direkt Ein- 
fluss auf die Ansteuerung im Halbleiterrelais nehmen kann. 
Die elektrischen Eigenschaf ten des mit dem Funktionsmodul er- 
weiterten Halbleiterrelais sind vorzugsweise identisch mit 
den Eigenschaf ten eines Abzweigs ohne zusatzliche Funktionen. 
Diese Unabhangigkeit der elektrischen Eigenschaf ten. des 
Haupt- oder Laststromkreises vom Vorhandensein und den Eigen- 
schaf ten des Funktionsmodul s bedeutet eine rationelle Projek- 
tierung sowie erhebliche Einsparungen bei der Lager ha ltung. 
Insgesamt ist mit dem Halbleiterrelais und den mit diesen 
kompatiblen Funktionsmodulen eine durchgangig und modular 
ausbaubare Produktfamilie gegeben, wobei das Halbleiterrelais 
auch ohne mit diesem verbundenes Funktionsmodul uneinge- 
schrSnkt einsatzfahig ist. 

Um den in einem Schaltschrank zur Montage des Funktionsmoduls 
zur Verftigung stehenden, an das Halbleiterrelais grenzenden 
Raum besonders gut auszunutzen, weist das Funktionsmodul nach 
einer bevorzugten Ausgestaltung nicht nur einen an die Front- 
seite des Halbleiterrelais anschliefienden Teil, sondern auch 
einen an eine Seitenf lache, namlich eine parallel zur Trag- 
schiene ausgerichtete Seitenf lSche anschlieSenden Teil auf.. 
Der letztgenannte Teil weist dabei eine so genannte Basissei- 
te auf, welche mit der Bef estigungsseite des Halbleiterrelais 
zumindest annahemd fluchtet. Dieser Basisseite liegt an der 
Vorderseite des Funktionsmoduls bevorzugt eine Steckverbin- 
dungsleiste gegentiber. 
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Weist das Gehause des Halbleiterrelais eine Offnung auf. wel- 
che auch bei aufgesetztem Funktionsmodul zuganglich bleiben 
sollte, so sind gemaG einer bevorzugten Ausftihrungsform beid- 
seitig der Offnung zwei Bef estigungsschenkel am Funktionsmo- 
dul angeformt, welche vorzugsweise zur Herstellung einer 
Schnappverbindung zwischen dem Funktionsmodul und dem Gehause 
des Halbleiterrelais vorgesehen sind. Die Bef estigungsschen- 
kel sind dabei, sofern sich die Offnung an der Frontseite des 
Gehauses befindet, parallel zu zwei Seitenf lachen des Gehau- 
ses ausgerichtet, wobei die Schnappverbindungselemente der 
Befestigungsschenkel an einer Kante zwischen der Frontseite 
und einer Seitenflache des Gehauses des Halbleiterrelais mit 
diesem verrastbar sind. 

Das Funktionsmodul kann beispielsweise eine oder mehrere fol- 
gende Funktionen umfassen: Uberwachung des Laststromkreises, 
Leistungsregelung im Laststromkreis , Strommessung, Analog-Di- 
gital-Signalwandlung. Das Funktionsmodul kann mittels ahalo- 
ger und/oder digitaler Signale ansteuerbar sein. Der Vorteil 
der Erfihdung liegt insbesondere darin, dass durch vorkonfek- 
tionierte und/oder nachrustbare auf ein Halbleiterrelais oder 
ein Halbleiterschatz aufschnappbare Funktionsmodule die Funk- 
tionalitat des Relais auf einfache Weise modular erweiterbar 
ist und/oder Zusatzfunktionen bevorzugt im Steuerstromkreis 
realisierbar sind. 

Nachfolgend werden mehrere Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung 
anhand einer Zeichnung naher erlautert. Hierin zeigen: 

FIG 1 bis 3 jeweils ein Ausfuhrungsbeispiel eines Funk- 

tionsmoduls fur ein Halbleiterrelais, 

FIG 4 -ein Halbleiterrelais und ein mit diesem ver- 

bindbares Funktionsmodul, 

FIG 5 bis 8 • jeweils ein Ausfuhrungsbeispiel e.ines Halblei- 
terrelais, 

FIG 9 mehrere Halbleiterrelais und mit diesen zusam- 

menwirkende Funktionsmodule, und 
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FIG 10 'ein Halbleiterrelais und mehrere schematisch 

dargestellte Funktionsmodule. 

. Einander entsprechende Telle sind in alien Figuren mit den 
5 gleichen Bezugszeichen versehen. 

Die FIG 1 bis 3 zeigen jeweils eine Ausftihrungsf orm eines 
Funktionsmoduls 1 fur ein Halbleiterrelais oder ein Halblei- 
terschtitz. Das Funktionsmodul 1 greift zumindest in den Steu- 

10 erstromkreis des Halbleiterrelais ein und ersetzt herkommli- 
che Ger&te, die zur Ansteuerung eines Halbleiterrelais mit 
diesem zu verdrahten sind. Die FIG 4 zeigt das auch in FIG 3 
dargestellte Funktionsmodul 1 zusammen mit einem zugehOrigen 
Halbleiterrelais 2 . Das Halbleiterrelais 2 weist eine zur Be- 

15 festigung an einer tragenden Struktur vorgesehene Befesti- 

r 

gungsseite. 3, zwei LSngsseiten 4,5 und zwei Querseiten 6,7, 
zusammenfassend als Seitenf lachen 4,5,6,7 bezeichnet, sowie 
eine der Befestigungsseite 3 gegenuberliegende Frontseite 8 
auf. Die LSngs- und Querseiten 4,5,6,7 und die Frontseite 8 

20 werden einheitlich auch als Anschlussseiten bezeichnet,. wobei 
im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel an den Langs sei ten 4,5, 
keine Anschlttsse vorgesehen sind. Das aus einem Kunststoff. 
hergestellte Gehause des Halbleiterrelais 2 ,weist eine im We- 
sentlichen quaderf iSrmige Gestalt auf und tragt das Bezugszei- 

25 chen 20. Von den Querseiten 6,7 des Gehauses.20 aus sind dem 
Haupt- oder Laststromkreis zugeordnete Hauptanschlilsse 9,10 
zugSnglich, \nrahrend von der Frontseite 8 aus mehrere An- 
schlussbuchsen 11,12 zuganglich sind. In die Anschlussbuchsen 
11,12 als elektrische Verbindungselemente greifen Stifte 13 

30 bzw. ein Stecker 14 des Funktionsmoduls 1 ein. Die Stifte 13 
kontaktieren nicht sichtbare Kdntaktf lachen im Halbleiter- 
relais 2 und bilden Federkontakte . SSmtliche elektrischen 
Verbindungselemente zwischen dem Halbleiterrelais 2 und dem 
Funktionsmodul 1 befinden sich damit an der Frontseite 8. bzw. 

35 einer mit dieser korrespondierenden Kontaktierungsseite 15 

des Funktionsmoduls 1 oder sind von der jeweiligen Seite 8,15 
aus zuganglich. Eine zusStzliche Verdrahtung zwischen dem 
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Funktionsmodul 1 und dem Halbleiterrelais 2 ist nicht erfor- 
derlich. Das 'Halbleiterrelais 2 ist je nach Anforderungen mit 
unterschiedlichen Funktionsmodul en 1 kombinierbar . Sofern das 
Funktionsmodul 1, welches beispielsweise zur Stromregelung im 
Laststromkreis vorgeseben ist, sowohl steuerstromseitig als 
auch laststromseitig mit dem Halbleiterrelais 2 zu verbinden 
ist, sind diese Verbindungen mit dem Aufschnappen des Funkti- 
onsmoduls 1 auf das Halbleiterrelais 2 automatisch herge- 
stellt. Die Gefahr einer Fehlkontaktierung ist somit prinzip- 
bedingt ausgeschlossen. 

Die in den FIG 2 bis 4 dargestellten Funktionsmodule 1 weisen 
im wesentlichen eine L-Form auf, wobei der erste, langere L- 
Schenkel an der Frontseite 8 des Halbleiterrelais 2 und der 
i zweite, kurzere L-Schenkel an der Querseite 7 anliegt. Letzt- 
genannter L-Schenkel ist begrenzt durch eine Basisseite 16, 
welche in gerader Verlangerung der Bef estigungsseite 3 des 
Halbleiterrelais 2 angeordnet ist. Rechtwinklig zur Basissei- 
te 16 verlauft, an die Querseite 7 angrenzend, eine Fixier- 
10 seite 17 des Funktionsmodul s 1, welche eine Nut 18 aufweisb, 
die mit einer als korrespondierendes mechanisches Verbin- 
dungselement dienenden Schiene 19 auf der Querseite 7 des Ge- 
hauses 20 des Halbleiterrelais 2 zusammenwirkt . Das Funk- 
tionsmodul 1, dessen Gehause 32 ebenso wie das das Gehause 20 
25 des Halbleiterrelais 2 aus Kunststoff gefertigt ist, ist so- 
mit auf dieses auf schiebbar . Auf der gegenuberliegenden Quer- 
seite 6 ist eine Schnappverbindung 21 vorgesehen, welche das 
•Funktionsmodul 1 an einer Kante 22 des Gehauses 20 fixiert. 
Die Schnappverbindung 21 wird gebildet aus zwei Schnapphaken 
30 23, welche in weitere mechanische Verbindungselemente bilden- 
de Vertiefungen 24 auf der Querseite 6 einrasten. Die 
Schnapphaken 23 sind federnd angeformt an jeweils einem Be- 
festigungsschenkel 25 am Funktionsmodul 1, welcher parallel 
zu den Langsseiten 4,5 ausgerichtet ist. Zwischen' den Befes- 
35 tigungsschenkeln 25 verbleibt ein Freiraum, urn die Zugang- 
lichkeit einer dem Hauptanschluss 9 zugeordneten Offnung 26 
des Gehauses 20 auch bei auf dieses aufgeschnapptem Funkti- 
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onsmodul 1 zu gewShrleisten. Eine weitere, dem Hauptanschluss 
10 zugeordnete Of fnung 27 im Gehause 20 ist durch .eine Beta-, 
tigungsdf fnung 28 im Gehause 32 des Funktionsmoduls 1 zugSng- 
lich. Frontseitig des Funktionsmoduls 1 befindet sich eine 
5 Steckverbindungsleiste 29, welche der Basisseite 16 gegenu- 
berliegt. 

Die FIG 5 bis 8 zeigen jeweils ein Halbleiterrelais 2, wobei 
die in FIG 5 dargestellte Ausftihrungsform der Bauform nach 

10 FIG -4 entspricht. In den FIG 6 und 8 ist jeweils ein eben- 
falls unter dem Begriff Halbleiterrelais subsummiertes, an 
einem K\ihlkQrper 30 befestigtes Halbleiterschtttz 2 darge- 
stellt. Der Kiihlkorper weist rttckseitig, d.h. dem Halblei- 
terrelais 2 gegentiberliegend, eine Aussparung 31 auf , mittels 

15 derer eine Befestigung des Relais 2 an einer nicht darge- 

stellten Tragschiene, die normal zu den Langsseiten 4,5 ver- 
lauft, maglich ist, 

Im Ausftthrungsbeispiel nach FIG 9 sind mehrere Halbleiterre- 
20 lais 2 an einem gemeinsamen Kiihlkorper 30 befestigt. Bei- 
spielhaft sind des Weiteren zwei Funktionsmodule 1 in der 
Bauform nach FIG 1 dargestellt, von welchen eines auf ein 
Halbleiterrelais 2 aufgeschnappt ist. Zum Aufschnappen des 
Funktionsmoduls 1 auf das Halbleiterrelais 2 ist ebenso wie 
25 zur Demontage kein Werkzeug erf order lich. 

Das Ausfuhrungsbeispiel nach FIG 10 zeigt ein Halbleiterre- 
lais 2 sowie funf lediglich symbolisch dargestellte Funk- 
tionsmodule 1, die an samtlichen Anschlussseiten 4,5,6,7,8 
30 des GehSuses 20 befestigbar sind. ZusStzlich zur elektrischen 
und mechanischen Verbindung zwischen dem Halbleiterrelais 2 
und den Funktionsmodulen 1 k6nnen solche Verbindungen auch in 
nicht naher dargestellter Weise zwischen den einzelnen Funk- 
tionsmodulen 1 vorgesehen sein. 
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Patentansprtiche ' 

1. Halbleiterrelais mit einem im Wesentlichen quaderf Srmigen 
Geh&use (20), welches eine Bef estigungsseite (3) sowie yier 
5 senkrecht zu dieser angeordnete Seitenf lachen (4,5,6,7) und 
eine der Bef estigungsseite (3) gegeniiberliegende Frontseite 
(8) als Anschlussseiten (4,5,6,7,8) aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, . dass an einer 
Anzahl Anschlussseiten (4,5,6,7,8) insgesamt mindestens ein 
10 elektrisches Verbindungselement (11,12) und mindestens ein. 
mechanisches Verbindungselement (19,24) zum. Anschluss eines 
mit dem Gehause (20) verbindbaren Funktionsmoduls (1) vorge- 
sehen sind. 

15 2. Halbleiterrelais nach Anspruch 1, 

gekennzeichnet durch ein mit zwei An- .- 
schlussseiten (4,5,6,7,8) verbundenes Funkt ionsmodul { 1 ) . 

3. Halbleiterrelais nach Anspruch .1 oder 2, 

20 dadurch gekennzeichnet, dass, das Funk- 
tionsmodul (1) zur Laststromkreisuberwachung vorgesehen ist. 

4. Halbleiterrelais nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet , dass das Funk- 

25 t ionsmodul (1) zur Leistungsregelung im Laststromkreis vor- 
gesehen ist* 

5. Halbleiterrelais nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Funk- 

30 tionsmodul (1) mittels eines Analogsignals ansteuerbar ist. 

6. Halbleiterrelais nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Funk- 
tionsmodul (1) zur Strommessung vorgesehen ist* 

35 

7* Halbleiterrelais nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, 
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dadurch gekennzeichnet, dassdas Funk- 
tionsmodul (1) zur Analog-Digital-Signalwahdlung vorgesehen 

ist. 

8 Halbleiterrelais nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Funk- 
tionsmodul (1) werkzeuglos mit dem Gehause (20) verbxndbar 
ist. 

9 Halbleiterrelais nach Anspruch 8, 

da d u r c h gekennzeichnet, dass das Funk- 
tionsmodul (1) auf das Gehause (20) auf schnappbar ist. 

10 Halbleiterrelais nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere 
Funktionsmodule (1) mit dem Gehause (20) verbindbar sxnd. 

11 Halbleiterrelais nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Funk- 
tionsmodul (1) eine mit der Befestigungsseite (3) des Gehau- 
ses (20) fluchtende Basisseite (16) aufweist. 

12 Halbleiterrelais nach einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Funk- 
tionsmodul (1) zwei beidseitig einer Offnung (26) des Ge- 
hauses (20) angeordnete, parallel zu jeweils einer Sexten- 
flache (4,5,6,7) ausgerichtete Bef estigungsschenkel (25) auf- 
weist . 
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« 

Zusairanenf assung 

Halbleiterrelais 

5 Ein Halbleiterrelais (2) weist ein im Wesent lichen quader- 

formigen Gehause (20) auf, welches eine Befestigungsseite (3) 
sowie vier senkrecht zu dieser angeordnete Seitenf lachen (4, 
5,6,7) und eine der Befestigungsseite (3) gegeniiberliegende 
Front seite (8) als Anschlussseiten (4,5,6,7,8) hat, wobei an 
10 einer Anzahl Anschlussseiten (4,5,6,7,8) insgesamt mindestens 
ein elektrisches Verbindungselement (11,12) \ind mindestens 
ein mechanisches Verbindungselement (19,24) zum Anschluss ei- 
nes mit dem Gehause (20) verbindbaren Funktionsmoduls (1) 
vorgesehen sind. 



FIG 4 
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